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º≈‘µ·ºàπ«ß®√√«¡„π‰∑¬

¥”‡π‘π°“√º≈‘µ«ß®√√«¡‡æ◊ËÕ„™â„π¿“§Õÿµ “À°√√¡  √â“ß«ß®√

√«¡µâπ·∫∫·≈–Ωñ°Õ∫√¡∫ÿ§≈“°√¿“¬„πª√–‡∑»

≈—°…≥–°“√¥”‡π‘πß“π

● ∫√‘°“√º≈‘µ·ºàπ«ß®√√«¡ (Wafer Fabrication)  ®”π«ππâÕ¬

● ∫√‘°“√∑”«ß®√√«¡µâπ·∫∫ ”À√—∫ß“π«‘®—¬

● ∫√‘°“√Ωñ°Õ∫√¡ ”À√—∫¿“§°“√»÷°…“·≈–¿“§Õÿµ “À°√√¡

·ºàπ«ß®√√«¡À√◊Õ·ºàπ‡«‡øÕ√å·µà≈–·ºàπ ∑’Ë‰¥â®“°»Ÿπ¬å«‘®—¬œ

ª√–°Õ∫¥â«¬™‘ª‡≈Á°Ê ®”π«π¡“°  ∂Ÿ° àß‡¢â“ Ÿà¿“§Õÿµ “À°√√¡ µ—¥

·¬°™‘ª·≈–ª√–°Õ∫‡ªìπµ—«‰Õ´’ ‡æ◊ËÕπ”‰ª„™âß“πµàÕ‰ª

BS301-43
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 ‡§√◊ËÕß®—°√·≈–¢—ÈπµÕπ°“√º≈‘µ·ºàπ«ß®√ √«¡√Ÿª‡§√◊ËÕß®—°√ ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√º≈‘µ·ºàπ
«ß®√√«¡ (Wafer Fabrication)

▲



❚

214 NECTEC  Catalog of Products, Services, Technologies and Prototypes 1997-2000

¥”‡π‘π°“√‚¥¬: »Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‰¡‚§√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (TMEC)
‚§√ß°“√»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‰¡‚§√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 250

√À— º≈ß“π: BS301-43
µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë: ΩÉ“¬æ—≤π“∏ÿ√°‘®·≈–Õÿµ “À°√√¡ »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–

§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·Ààß™“µ‘
‚∑√. (662) 644-8150..99 µàÕ 610, 656..9
‚∑√ “√ (662) 644-8122, 644-8137..8

●

Õ“§“√»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‰¡‚§√
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘πß“π°àÕ √â“ß
∑’Ë®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“

·ºàπ«ß®√√«¡∑’Ëπ”µ—¥ª√–°Õ∫‡ªìπµ—«‰Õ´’
(IC Packing)

‚¥¬∑—Ë«‰ª ™‘ª 1 ™‘Èπ ª√–°Õ∫‡ªìπµ—«‰Õ´’

1 µ—« ‰Õ´’∑’Ëª√–°Õ∫¢÷Èπ®–¡’√Ÿª≈—°…≥åµà“ß°—π

ÕÕ°‰ª ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫™π‘¥¢Õß«ß®√√«¡∑’Ë∂Ÿ°ÕÕ°-

·∫∫·≈–°“√π”‰ª„™âß“π

ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫

●  àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’

¥â“π‰¡‚§√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

● ¬°√–¥—∫Õÿµ “À°√√¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

∑”„Àâ‡°‘¥°“√º≈‘µ§√∫«ß®√

●  √â“ß§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫„πµ≈“¥‚≈°

● ≈¥°“√π”‡¢â“·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥Õÿµ “À-

°√√¡µàÕ‡π◊ËÕß

● ‡æ‘Ë¡°“√®â“ßß“π„πª√–‡∑»¡“°°«à“

60,000 §π·≈–æ—≤π“∫ÿ§≈“°√

● °àÕ„Àâ‡°‘¥√“¬‰¥â·°àª√–‡∑»‡°◊Õ∫

50,000 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ „π√–¬–

‡«≈“‡æ’¬ß 10 ªï

▲

▲


